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3D - raumlich angeordnete Elektronik ,

Neue Konzepte durch integrative Entwicklung
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3. Flr welche Anwendungen wird es bendtigt
4. \Welche Techniken, welche Konstruktionen

5. Neue Entwicklungs- u Konstruktionsmethoden
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1. Was ist 3D-Elektronik ?

Mechatronik 1990 und heute
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2. Welchen Nutzen bietet 3D-Elektronik
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GESELLSCHAFT FUR ELEKTRONIK UND D
Welche 3D-Techniken, welche Konstruktionen

* Verschachtelte Multi PCB’s
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Welche 3D-Techniken, welche Konstruktionen

e Starrflex- und Semiflexleiterplatten
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GESELLSCHAFT FUR ELEKTRONIK UND D
Welche 3D-Techniken, welche Konstruktionen

* Flexleiterplatten
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GESELLSCHAFT FUR ELEKTRONIK UND D
Welche 3D-Techniken, welche Konstruktionen

 MID - Spritzgegossene Bauteil- u. Verbindungstrager

 Mehrdimensionale Stanzgitter

= &
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GESELLSCHAFT FUR ELEKTRONIK UND D

3. Fur welche Anwendungen bendtigt:

* Enge Kombination von mehreren Leiterplatten im Gehause
 Kombination von Elektromechanik und Elektronik

* Integration von Leistungs- und Steuerelektronik

* Embedded Components in Leiterplatten

e LED-Lichttechnik und Optoelektronische Systeme

-
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3, Fur welche Anwendungen
wird 3D-Elektronik bendtigt:

Bisheriger Drucksensor Neuer Drucksensor

@ 16,2mm

Bild: Bosch
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3, Fur welche Anwendungen
wird 3D-Elektronik bendtigt:

Bisheriger Drucksensor Neuer Drucksensor

» a—l

@ 16,2mm @10 mm

Bisher: Leiterplatte liegt horizontal im Drucksensor

«— Elektrische Schnittstelle <+—— Elektrische Schnittstelle

<«— Elektronik

Elektronik
< Hydraulische Schnittstelle/ p Hydraulische Schnittstelle/
Sensorelement Sensorelement

Bild: Bosch
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Interdisziplindre Entwicklungs- & Konstruktionsaufgabe

Signalverarbeitung
Signalgeber 5
Gehduse nC

Leiterplatte & Spannungsregler &

Signalempfanger Bauteile Batterien

Statusanzeige Verbindungstechnik Schnittstelle

Software
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Interdisziplinare Entwicklungs- & Konstruktionsaufgabe

MIiD & Signalverarbeitung

Signalgeber
Gehause

Lelterpiatte & i Spannungsregler &

Signal fiange
ignalempfinger Bauteile Battecien

Statusanzeige : Schnittstelle

Bild: Bosch
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Interdisziplinare Entwicklung- & Konstruktion

Package Outine  3p construction CELA
(MCAD)

Functional Prototype
with electronic board

Functional Rapid
Components

Prototigping
Placement
(ECAD)
3D Modelling e
EMV I tidati
e llon- Substrate & Componen Ervesiiaion
5 Abgleich: (3, ete)

Mechanic - Electronic - Op

\_——-—"
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3D- Elektronik : Welche Gerate und Branchen

e Haustechnik 2 hochfunktionale Bediengerate
* Sicherheitstechnik > elektronische Schldsser
* Lichttechnik > LED Lichtsysteme, Leuchten

* Sensorik, Analytic 2 Druck, Fillstand, chem. Zustand

* Optoelektronik = Lichtschranke, Kamerasysteme

* Mobile Gerate - Handy, Smartphone, Notebook usw.
e Automotive - Moderne Leistungselektronik

e Computertechnik = 3D-Chipmodule

Automotive — Medizintechnik — Computer - Industrieelektronik — Bahntechnik
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3D-Electronic Design HODERE VERBIRDUNGSTECRNDLOGTER E

bei engen und verschachtelten Baugruppenanordnungen

Mechanische Simulation von
verschachtelten Einbauten

3 Leiterplatten werden Ubereinander gesteckt,
die Bauteile ragen gegenseitig in den anderen Bauraum
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3D-Electronic Design
bei mobilen Geraten

L4
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MID’s oder die Kombination von mechanischen und
elektrischen Bauteilen

Spritzgegossene Schaltungstrager

(Molded Interconnection Device) MID fiir Motorradgriff (BMW)
mit integrierten Leiterstrukturen



3D-Electronic Design NUTER o N E VIO ool a
Kombinierte Elektronik von Signal- mit Hochspannung
sowie Gerate mit ex-Schutz Anforderungen

Dimmer fiir Schalterdose
mit Bus Anbindung
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Integration von Leistungselektronik  wooeene versimouncsrecinoroaien

« >200 % Steigerung von Funktion & Leistung
* >100 % Reduzierung der Kosten
« positive Umweltaspekte !
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Komplexes Flex-Design mit
42 gebogenen Elementen und

42 x 3 =126 Biegeparametern
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_ m-CAD Abteilung | e-CAD Abteilung
I : mee

v
N W~
\ \(
( o . ! : :
Gehause Konstruktion . Leiterplatten Design
Dxf Daten oder Zeichnung
Dxf -Daten erzeugen - Dxf-Import, 2D Bauteileplatzierung

e —
"
[
[
i ]
|
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3D Kollisionsprifung
XI O. | aten

Datenimport, 3D Zuweisung

W

Leiterplattenkontur &

Bauteileplatzierung

) i ” :
Ggf. Anderung v. Gehiuse, Anderungen in Database
Leiterplatte, Bauteile ) ubernehmen

Layout Entflechtung

LS

Je Durchlauf des Datenaustauschs Bei jeder Schaltungs- und

werden min. 3-4 Tage benoétigt

Positionsanderung: erneute
Priifung in m-CAD erforderlich !




. S I 1 kl GESELLSCHAFT FUR ELEKTRONIK UND DES/GN™
Neu iImu tane EntWIC ung MODERNE VERBINDUNGSTECHNOLOGIEN E

m-CAD e-CAD

Gehause Konstruktion

z.B. Solid Works

Leiterplatten Design

z.B. Mentor Expedition

3D-CAD System

Bauteileplatzierung

Routing

® Kollisionsprifung ist im 3D-CAD System maoglich
® Datenaustausch in Echtzeit — Anderungen sofort in beiden CAD Systemen sichtbar
® dadurch entstehen groRere Gestaltungsmoglichkeiten
® Einfache Mechanikanderungen kdénnen vom Designer direkt vorgenommen werden
® Der Designer kann die fertigen Leiterplattendaten in das m-CAD transferieren



O 3D-integrative Entwicklung (s ieatnesan
Neue Arbeitsweise
@ Vm -CAD Abteilung i e-CAD Abteilung UWQ

Online Vélrbindung =
Gehduse Konstruktion Leiterplatten Design
z.B. Solid Works [ Ableitungen aus 3D - Daten
| -

3D Kollisionsprifung LeB:e;z!?;;T:tkqg:ur:g&
utei zieru

Datenimport, 3D Zuweisung

’ Anderungen in Database
Ggf. Anderung v. Gehause, ‘ Ubernehmen
Leiterplatte, Bauteile ‘ y

Layout Entflechtung

3D Modell der Gesamt ¢

Konstruktioninkl. LP+. ¢ Y

-kiirzere Entwicklungszeit
- weniger Redesign
- First Time Right



3D-integrative Entwicklung oot vemsiounsrecmotoaien E
Flex (FPC) Faltung im Gehause konstruieren

Sensoren, Aktoren und Stecker mussen mit den Leiterplatten auf engen
Raum zuverlassig verbunden werden.
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3D-integrative Entwicklung a%;%:;;*’*sz;:.“Ni:ms;*;z:;r&f;; E
Flex in ein bestehendes Gehause konstruieren

Mobile Gerate haben oft die Anforderung, im moglichst kleinem
Bauraum komplexe Elektronik und Verbindungen zu integrieren
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@ 3D-integrative Entwicklung oo versimouncsteeriotsore E
Beispiel: hochkomplexe Flexleiterplatte (FPC)

>

Es entstehen komplexe Faltungen und Konturen
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mCAD > ECAD MODERNE VERBINDUNGSTECHNOLOGIEN E
Online Datenverbindung _—,,,,,-
Konturiibernahme in das eCAD-System | _]

Und Onlineverlinkung zwischen mCAD - eCAD

- — ——r— =

Die direkte Kopplung zwischen Mechanik und Elektronik CAD eroffnet
erweiterte Losungen. In kirzester Zeit konnen komplexe Aufgabenstellungen
prazise umgesetzt werden.



Ansicht der Einbausituation ”‘E
Gefaltete Flexleiterplatte (FPC) im Gehause

Gefaltete FPC zur Verbindung der Bedienungstasten, Schiebeschalter
und der Ladebuchse zur Leiterplatte eines Handys



Ansicht der Einbausituation aféé%ss;”‘iz::.“NE;S’;T:S;“;E:;“&%fé‘g,; E
gefalteter Flex im Gehause

Leiterplatten und FPC’s sowie Verbindungen an Bedien- und Anzeigeteilen
kdnnen vom Eelectronic Designer in das Gehause ein konstruiert werden!
(ohne Unterstitzung der mCAD Konstrukteure)

Sk
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4 verschiedene FPC’s im Handy-Gehause Gbernehmen die komplette Verbindung
aller Elemente zu den Leiterplatten



Zusammenfassung:
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Die kombinierte, gleichzeitige (integrative) Konstruktion von eCAD und
MCAD durch nur einen Entwickler ermoéglicht neue und erweiterte
Konzepte.

Besonders enge und komplexe Einbausituationen lassen sich jetzt sicher
beherrschen, hohere Integrationsdichten sind moglich.

Eine neue Designfreiheit in der Gerategestaltung wird moglich und bietet
mehr Gestaltungsspielraum

Einbauuntersuchung von mehreren LP im Gerat = weniger Redesigns
Hohere Qualitat durch prazise Passform

Der Elektronikdesigner kann autark arbeiten und benétigt nur
Unterstiitzung von mCAD-Abteilung bei groben Anderungen des Gehiuses

Sondertechniken wie Flex- Starrflex oder Leistungselektronik sind besser
umsetzbar, auch schon bei kleineren SeriengrofRen

First time right v' Time to market v' Design for cost v’
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3D - Design Service von GED MODERNE VERBINDUNGSTECHNOLOGIEN E

Elektronik Design flr miniaturisierte Geréate

Beratung

GED-

Konstr

uktion Service

Produkt
ion

3D- Elektronik Losungen auf Basis von MID oder Flex- Starrflex Leiterplatten
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3D - DESign Service von GED MODERNE VERBINDUNGSTECHNOLOGIEN a

1. Kollisionsprifung bei komplexen und
schwierigen Einbaubedingungen.
eCAD : Mentor Expedition, PADS, Altium, u.a.
MCAD : Solid Works u. weitere

2. ex-Schutz - Abstandspriufungen auch
Bauteilanschlliisse gegen Gehéause.
Datenuibernahme von allen CAD-Systemen mgl.

3. 3D- Design fur raumlich angeordnete

Elektronikbaugruppen.
eCAD : Mentor Expedition, PADS, Altium, u.a.

MCAD : Solid Works u. weitere
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GED Gesellschaft fur Elektronik und Design mbH

Pastoratsstrali®

53809Ruppichterothbei Bonn Germany

Phone:
Fax:
eMait
Internet:

Office:
Consulting:

Technical Office Lubeck:
Technical Office Thuringen:

+49 22 47- 92 19- 0
+49 22 47- 92 19- 50
ged@GEFPCBMCM.de
www.GEBPCBMCM.de

Petra Severin +49 224182 190
Hanno Platz +49 2247- 92 19-11

+49 451- 59 29 550
+49 3660- 36 35 19

Stand:30.1.2012



